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Abstract (en)
The connector has a metallic housing (3) in which disk-shaped segments are arranged in parallel, and an insulating body. The metallic housing
includes a mass contact section. Electrical contacts (15) are arranged within the disk-shaped segments. The electrical contacts are provided with
plugging and connecting sides (7, 8). The disk-shaped segments are formed as mass segment or signal segment (11).

Abstract (de)
Zur Übertragung von Signalen von einer Leiterplatte auf eine weitere Leiterplatte wird ein geschirmter, hochpoliger Leiterplattensteckverbinder
(1) vorgeschlagen, der aus einem metallischen Steckverbindergehäuse (3) gebildet ist, in dem mehrere nebeneinander angeordnete Segmente
(10,11,12,13) mit darin gehaltenen elektrischen Kontakten (15) vorgesehen sind. Mittels einer entsprechenden Anordnung der Kontakte
innerhalb der Segmente und des Steckergehäuses ist eine Reduzierung der Kontaktierungen von der Steckseite zur Anschlussseite des
Leiterplattensteckverbinders realisierbar.
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